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《集成电路制造工艺与工程应用》一书系统性地阐述了现代半导体工业中集成电路制造的核心工艺流
程、关键技术原理及其在实际工程中的具体应用。本书内容全面且深入，旨在为微电子、电子科学与
技术、材料科学等相关专业的学生、科研人员及工程技术人员提供一本兼具理论深度与实践指导价值
的专业参考书。

全书首先从集成电路制造的整体概貌入手，介绍了半导体材料基础、洁净室环境与晶圆制备等前置知
识，为理解后续复杂工艺奠定基础。随后，本书以清晰的逻辑顺序，逐一深入讲解集成电路制造中的
各项核心单项工艺。这包括但不限于：热氧化与扩散工艺，用于形成二氧化硅层和掺杂；离子注入技
术，实现精确的杂质浓度与分布控制；光刻工艺，涵盖光刻胶、曝光、显影等关键步骤，是图形转移
的核心；刻蚀技术，分为湿法刻蚀与干法刻蚀，用于选择性去除材料；薄膜沉积工艺，如物理气相沉
积（PVD）和化学气相沉积（CVD），用于生长各种导电层与绝缘层；以及化学机械抛光（CMP）等
平坦化技术。对于每一项工艺，本书不仅阐明其物理与化学原理，还详细分析了工艺参数、设备构造
及其对最终器件性能的影响。

在系统介绍单项工艺之后，本书着重论述了如何将这些离散的工艺步骤整合成完整的工艺流程。这部
分内容以典型的互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺集成路线为主线，详细阐述了从硅衬底开始，
经过反复的光刻、刻蚀、掺杂、沉积等步骤，最终制造出包含晶体管、互连线的完整集成电路的整个
过程。读者可以通过此部分内容建立起对集成电路制造全流程的宏观认知，理解各工艺模块之间的相
互关联与顺序逻辑。

除了传统制造技术，本书还对集成电路制造领域的前沿发展方向与特色工艺进行了展望和介绍。例如
，对先进光刻技术（如极紫外光刻EUV）、三维集成技术（如TSV）、新型存储器制造工艺以及微机
电系统（MEMS）加工技术等均有涉及。这有助于读者把握行业技术发展趋势，拓宽视野。

尤为重要的是，本书的显著特色在于其强调“工程应用”。书中不仅包含理论公式与原理图示，还结
合了大量的工程实践案例、常见工艺问题分析与解决方案。它探讨了制造过程中的良率控制、工艺监
控、缺陷分析与可靠性评估等实际工程议题，使读者能够将理论知识与生产线上的实际挑战联系起来
，培养解决复杂工程问题的能力。

综上所述，《集成电路制造工艺与工程应用》结构严谨，内容由浅入深，覆盖了从基础理论到先进技
术，从单项工艺到集成流程，再到工程实践的完整知识体系。它既可作为高等院校相关专业的高年级
本科生或研究生的教材，也可作为半导体行业工程师和技术人员的案头工具书，是系统学习和掌握集
成电路制造技术的权威指南之一。
《集成电路制造工艺与工程应用》一书的首要特点是其系统性与全面性。该书内容覆盖了集成电路制
造的全流程，从半导体材料基础、晶体生长与晶圆制备，到前道核心工艺如光刻、刻蚀、离子注入、
薄膜沉积、化学机械平坦化，再到后道封装与测试技术，构成了一个完整而连贯的知识体系。这种编
排方式使读者能够建立起对芯片制造宏观流程的清晰认知，理解各工艺环节之间的逻辑关联与相互影
响，避免了知识碎片化，非常适合作为高等院校微电子、集成电路相关专业的教材或工程技术人员的
入门与参考指南。

其次，该书强调理论与工程实践紧密结合，突出“工程应用”导向。书中不仅深入浅出地阐释了各单
项工艺的基本物理与化学原理，更着重分析了这些原理在实际生产线上的工程化实现方法、关键工艺
参数的控制、以及常见问题的解决方案。例如，在讲解光刻技术时，除了介绍光学原理和掩模版设计
，还会详细讨论曝光光源的选择、对准精度、胶膜工艺以及缺陷控制等实际生产中的核心考量。这种
注重实践性的特点，有效弥补了纯理论教材与工厂实践之间的鸿沟，帮助读者将抽象原理转化为解决
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实际工程问题的能力。

再者，本书紧跟技术发展前沿，内容具有显著的先进性与时效性。集成电路制造技术迭代迅速，本书
及时收录了当前主流先进制程（如纳米尺度工艺）中所采用的关键技术，例如极紫外（EUV）光刻、
三维FinFET晶体管结构、高介电常数金属栅、铜互连及低k介质、三维封装技术等。通过对这些前沿
技术的介绍，使读者能够把握行业技术发展趋势，了解当前制造领域面临的挑战（如短沟道效应、寄
生效应、散热问题等）以及相应的业界解决方案，保持了教材内容的时代性和前瞻性。

此外，该书的叙述逻辑清晰，图文并茂，具备良好的可读性与教学适用性。复杂抽象的工艺原理和设
备结构通过大量精心绘制的示意图、工艺流程图和实物照片进行辅助说明，使得深奥的技术内容变得
直观易懂。每章节通常配有内容提要、关键术语解释，并在章末安排有思考题或习题，便于读者自学
与复习，巩固所学知识。这种结构设计充分考虑了教学规律与学习者的认知习惯，有利于知识的吸收
与掌握。

最后，本书还体现了多学科交叉融合的特点。现代集成电路制造是集物理学、化学、材料科学、精密
机械、自动控制、计算机科学等多学科成果于一体的尖端工程。书中在阐述工艺时，自然融入了相关
学科的基础知识，例如薄膜沉积中的表面化学反应动力学，离子注入中的统计分布理论，以及生产线
上广泛应用的自动化与计量检测技术等。这种跨学科的视角，有助于培养读者综合性的工程思维，理
解芯片制造这一复杂系统的内在多学科本质。

综上所述，《集成电路制造工艺与工程应用》一书以其系统全面的知识框架、理论联系实践的鲜明导
向、对前沿技术的紧密追踪、清晰易懂的表述方式以及多学科交叉的视野，成为了一部极具价值的集
成电路制造领域专业著作。它既为初学者构建了坚实的知识基石，也为业界工程师提供了实用的技术
参考，对我国集成电路产业人才培养和专业技术普及具有重要的促进作用。
======================================================
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需
完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                  2 / 2

http://www.tcpdf.org

